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一、前言
本須知係依據「主導性新產品開發輔導辦法」（以下簡稱本辦法）之規定，並配合本局內部作業程序，彙整廠商申請本辦法所需之相關資料，特編印本須知以節省廠商之作業時間。
二、申請資格
(一)依公司法設立之公司。
(二)財務健全：
1. 企業及其負責人（含配偶）使用票據一年內無退票正式紀錄者。
2. 企業及其負責人（含配偶）之銀行無貸款逾期未還，或對本局違約之舊案財務無責任未清者。
3. 申請公司及多家聯合申請計畫之主導公司淨值需達其實收資本額二分之一者(股東權益/實收資本額)。多家聯合申請之計畫，非擔任主導公司之淨值應為正值即可。
4. 屬生物技術、數位內容產業領域之公司，其淨值為正值，雖未達公司實收資本額二分之一者，仍得提出申請，惟須於「新產品開發審議委員會」決審前，檢具智慧財產評價服務機構之智慧財產評價證明文件，未檢具證明文件或檢具證明文件併同財務審查後之淨值仍未達實收資本額二分之一者，將依不符申請資格退件辦理。
(三)在中華民國台灣地區境內設有研究發展部門及足夠之研究發展之專門人才。
(四)具有實際研究發展績效。
三、申請產品範圍
(一)產品之關鍵性技術需超越國內目前工業技術水準。數位內容產業之產品及雛形產品，其創新性達國際同級產品之水準者，亦同。
(二)產品本身關連效果強、市場潛力大，能帶動相關產業發展。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

四、申請及全程執行作業程序
	作業流程
	公司配合事項

	[image: image8.bmp][image: image9.bmp]
	· 詳讀申請須知/參加說明會

請利用本計畫網站 (http://leading.itnet.org.tw) 瞭解相關規定或線上報名參加說明會。

· 撰寫計畫書

1. 請依附件4計畫書格式撰寫。
2. 撰寫計畫書前，可先與本局相關承辦人洽商開發計畫。
· 備妥資料投件申請

請備妥本須知「六、申請應備資料」所列項目，掛號郵寄或親送本局服務中心申請。

· 資格審查

本局將進行廠商申請資格、計畫書格式及所附文件內容審查。
· 技術審查(品牌審查)／財務審查

1. 技術審查：廠商依據技術審查委員書面意見逕行回覆說明，並出席技術審查專家小組會議。

2. 品牌審查：有連帶申請品牌計畫者，將由品牌審查委員進行品牌審查，廠商俟品牌審查會議通知，出席計畫簡報會議。

3. 財務審查：由財團法人中小企業聯合輔導中心查核公司財務情形。
· 計畫審議及核定

通過技審之廠商，依排定時程向經濟部新產品審議委員會進行簡報說明。
· 簽約執行

1. 計畫核定通過後，依據本局簽約通知函辦理簽約。
2. 執行管考：包含每季交付工作報告、每半年進行技術及財務查訪作業。
3. 結案作業：需辦理計畫產品成果發表會並繳交全程計畫結案報告。


五、計畫審查
本辦法之審查工作分資格初審、技術及品牌審查(有申請品牌補助者適用)、財務審查、計畫審議及核定補助款，各階段審查說明如下：
(一)資格初審：由本局承辦組負責審查申請廠商資格、計畫書格式及所附文件與經費編列是否符合規定。
(二)技術、品牌及財務審查：
1. 技術審查：由本局「技術審查委員會」進行書面及會議審查，主要審查重點包括：
(1) 申請廠商研發實績與執行計畫之研發能力。
(2) 申請產品之功能規格及技術層次是否具主導性(技術關連性效果強、市場潛力大、能帶動相關產業發展)。
(3) 技術移轉對象之必要性與合理性。
(4) 計畫時程與研發經費編列之合理性等。
2. 品牌審查：若申請計畫產品以自有品牌行銷國際市場之廠商，則另召開品牌審查會議進行審查，主要審查重點包括：
(1) 公司自有品牌推廣過去實績與現況。
(2) 產品行銷競爭分析之合理性與完整性。
(3) 推廣策略/方法之可行性。
(4) 自有品牌推廣之預期效益。

3. 財務審查：由「財團法人中小企業聯合輔導中心」負責進行審查，主要審查重點包括：
(1) 財務健全性：申請廠商之財務及經營能力等是否符合本辦法之規定。
(2) 財務評比：針對廠商所提供之最近3年經會計師簽證之財務查核報告書，並根據中華徵信所編印之「台灣地區工商業財務總分析」所列計算公式，以同業中位數為基礎作財務分析評審標準。
(三)計畫審議及核定：由「經濟部新產品開發審議委員會」負責審議計畫可行性、核定補助款金額及計畫支出項目與總經費等項目。
六、申請應備資料
申請本計畫應依下列項目依序裝訂成冊（以下第(一)~(五)項請膠裝，第(六)項請獨立裝訂）：
(一)計畫申請書及公司基本資料表：請參閱「附件2（P.12-13）」，並於申請書「五、同意書」及「六、承諾書」欄位內需加蓋公司及負責人章。
(二) 廠商申請補充資料及廠商再度申請補充資料（首次申請者免附）：請參閱「附件3（P.14-15）」。
(三)主導性新產品開發輔導計畫書（附件4，P.16-43）。
(四)自有品牌行銷國際市場推廣計畫說明書：申請之計畫產品未來將以自有品牌行銷國際者，補助上限可達50%，惟須加填本說明書格式，請參閱「附件5（P.44-49）」。
(五)計畫書附件：技轉合約書影本（若尚未完成簽約，亦須有雙方正式簽署之合作意願書或備忘錄影本，待計畫核定通過後，應附正式簽署之技轉合約書影本。若無技術移轉者免附）、顧問聘函影本（若無顧問者免附）及最近3年所得稅結算申報書（請加蓋公司大小章）。
※上列(一)~(五)項資料請膠裝成冊，並先送1份，待本局初審通過後再另行通知補送8份（若申請品牌者，則補送10份）及(一)~(五)項資料電子檔案（線上e化審查使用）。
(六)最近3年經會計師簽證之財務查核報告書（含附註）2份：年初申請之案件，若不及送前一年度會計師簽證之財務簽證者，可先送公司自編財務報表，並加蓋公司大小章，待會計師完成簽證後再行補送。

※屬生物技術、數位內容產業領域之公司，若淨值為正值，但未達實收資本額1/2者，得先提出申請，惟須於「新產品開發審議委員會」（以下簡稱審議會）決審前，檢具智慧財產評價服務機構之「智慧財產評價證明文件」（2份），送本局逕行審查，經審查淨值可達1/2者，始得提審議會審核。
七、申請計畫之權利義務與應注意事項

(一)計畫申請階段
1. 經費編列規定：
(1) 補助款編列上限：補助款之數額不得超過開發總經費之40%。若申請計畫產品以自有品牌銷售國際或為數位內容雛形產品者，補助之數額不得逾開發總經費之50%。
(2) 計畫經費僅限定為研發經費（小量試產若為研發階段所必需，則可以包含在內，惟試產時間依個案認定），並依本局所訂會計編列原則與辦法規定，區分為補助款及自籌款兩項，均列入查核範圍。故編製計畫預算，請務必參考「會計科目與編列原則」（附件6，P.50-58）。
(3) 經費補助上限：
 eq \o\ac(○,1)經濟部對非政策性計畫之單一企業，3年內之補助款上限為3,000萬元；聯合申請計畫則依個別企業核算補助款上限。適用計畫範圍：包含本部「業界開發產業技術計畫」、「科技應用與服務計畫」、「主導性新產品開發輔導計畫」。本規定自民國95年1月1日開始施行。
 eq \o\ac(○,2)非政策性計畫依最近3年度繳稅情形設定補助款上限：
a. 一般事業（事業成立5年以上）：最近3年平均有效稅率(所得稅費用/稅前淨利)為10%以下，依計畫申請前3年稅前平均淨利規模，採取遞減原則，降低補助上限額度：

· 稅前淨利20億元內者，計畫補助上限為2,500萬元;

· 稅前淨利50億元內者，計畫補助上限為2,000萬元;

· 稅前淨利100億元內者，計畫補助上限為1,500萬元;

· 稅前淨利200億元內者，計畫補助上限為1,000萬元;

· 稅前淨利200億元以上，不予補助。

b. 新創事業(公司成立5年內，屬「生技」、「數位內容」產業領域之新創事業定義得延長為10年)：申請年度補助經費以實收資本額之40%為上限。惟仍須符合本部對單一企業3年內之補助款上限為3,000萬元之規定。

 eq \o\ac(○,3)「主導性新產品開發輔導計畫」之政策性計畫技術/產品項目請上網查詢(leading.itnet.org.tw)下載。

(4) 申請之年度經費不得佔工業局年度預算之10%。

2. 計畫書撰寫注意事項
(1) 計畫書請以A4規格紙張直式橫寫(由左至右)製作。

(2) 計畫書請編頁碼，以便於查對。
(3) 計畫書查核點係指技術可達成之程度，應儘可能訂定明確且量化之指標（包括關鍵技術指標，或產品規格指標，或檢測項目指標）。
(4) 若有技術移轉對象，應具體列出合作單位工作項目與查核點。
(5) 各項資料或經費編列應注意前後一致，且依會計年度按實編列。金額請以新台幣「仟元」為單位，小數點下四捨五入計算。
(6) 各項市場調查資料應註明資料來源(請引用較具公信力之單位)及資料日期。
(7) 回饋機制由申請公司自提計畫，具體陳述計畫開發完成後將採行的回饋社會方式，結案後由企業自行證明回饋情形；結案後3年內企業再次申請時，須檢具前案之回饋情形證明，否則不予受理申請。
(8) 計畫書中表格長度如不敷使用時，請自行調整。
(9) 本申請書表及相關表單已建立電腦檔案，可直接進入主導性計畫網址（http://leading.itnet.org.tw）擷取申請表格。

3. 計畫申請注意事項

(1) 本辦法僅適用公司新進行之開發計畫，若為已開發或生產之產品均不合辦法之規定。
(2) 每一個申請案以申請一項主導性新產品為原則。
(3) 各公司同一時期申請或執行本計畫不得超過3件。

(4) 廠商應自行確認並負責所開發產品並無侵犯他人智慧財產權。
(5) 計畫開始日期應以本局收文日期或後為準。
(6) 聯合參與開發計畫之廠商應於計畫書內附聯合開發各廠商之協議書，內容包括：聯合開發之工作及經費劃分、違約還款、智慧財產權之協議及其他權利義務說明。
(7) 無法提供最近3年會計師簽證之查帳報告者，其財務評分視為C級。財務等級評分為C級之廠商，請領補助款時需檢附銀行保證書。
(8) 廠商如接受本辦法補助，因外銷遭國外政府課徵平衡稅，不得向政府要求補償。

(9) 於提出計畫前，應由公司財務、企劃及技術等部門先行協調，再與本局相關業務承辦同仁溝通、說明，確認符合各項申請條件及經費原則後再行申請。

(二)計畫簽約執行階段

1. 計畫係全程審查，通過之計畫一次全程簽約，分期撥款，計畫生效日可追溯至申請計畫當日。
2. 計畫執行時，參與開發計畫成員應填寫研發紀錄簿。

3. 計畫核定通過辦理簽約時，若有技術移轉者，應將技轉正式簽署合約、協議書或專利證書（如為外文，應有中譯本）等相關必要影本列於附錄中。

4. 計畫執行期間，本局委託機構得進行技術及財務查核相關作業，以確保公司依核定計畫執行。
5. 執行計畫廠商應設立補助款專戶，本專戶係屬專款專用，款項採先撥款後核銷方式，年度結束及計畫結案時，補助款尚有結餘時，均須繳回。

6. 聯合申請計畫由本局撥付主導公司（應設置專戶），再由主導公司撥付其他各執行公司。
7. 各會計科目之支出，應依年度預算之補助款及自籌款比例核銷。
8. 各公司之專戶金額提款，應於每月月底結帳後，依核銷金額由專戶內提領或轉帳。

9. 各項經費支出之憑證、發票等，其品名之填寫應完整，儘量與計畫書上所列一致，勿填列公司代號或簡稱。

10. 廠商請領補助款時應開立與請款金額同額之收據，於經費累計表內核銷之各項費用採未稅基礎，不含營業稅。

11. 補助款專戶所孳生之利息，一律繳交國庫。
12. 計畫經費之變更及保留，依政府預算法及本部相關作業規定辦理。

(三)其他
申請人非經主管機關核准，於新產品開發完成日起二年內不得將所開發之主導性新產品移往臺灣地區境外生產。計畫研究成果移往大陸地區實施時，應向主管機關取得核准。
八、諮詢服務與送件地點
(一)申請廠商之開發計畫依其所屬之產業或產品屬性，由本局各業務組負責審理，各組依業務職掌分工如下：

	金屬機電組
	電子資訊組
	民生化工組
	永續發展組
	知識服務組

	金屬科
	通訊科
	石油化學科
	工業廢棄物管理科
	產業效能科

	機械科
	電子科
	食品醫藥科
	- - - - - - - - - - -
	- - - - - - - - - - -

	運輸工具科
	光電科
	一般化學科
	- - - - - - - - - - -
	- - - - - - - - - - -

	重機科
	資訊科
	紡織科
	- - - - - - - - - - -
	- - - - - - - - - - -


 　  註：高級材料工業依其所屬產業由各業務組負責審理。
(二)諮詢專線：本局電子資訊組綜理本辦法之各項推動事宜，洽詢電話：(02)2704-4844分機102~106、126、139或(02)2754-1255分機2293、2295、2296、2289、2299。

(三)送件地點：106台北市大安區信義路3段41-3號　經濟部工業局一樓服務中心。
(四)本須知資料可由「主導性新產品開發輔導計畫」網站http://leading.itnet.org.tw 取得相關電子檔案資料，或逕自至主導性計畫專案辦公室（台北市大安區信義路3段41-2號10樓）索取。
附件1、主導性新產品開發輔導辦法

經濟部96年06月20日經工字第09604602770號令發布修訂
第一條　 本辦法依促進產業升級條例（以下簡稱本條例）第二十二條之一第二項規定訂定之。

第二條　 本辦法所稱主導性新產品，係指本條例第八條所稱新興重要策略性產業，其產品須具市場潛力，且其關鍵性技術超越國內目前工業技術水準者。數位內容產業之產品，其創新性達國際同級產品之水準者，亦同。

第三條　 本辦法之主管機關為經濟部。

第四條　 適用本辦法之主導性新產品開發計畫，由主管機關依申請提供補助款。

執行前項補助所需之經費，由主管機關逐年編列預算支應。

主管機關必要時得委任下級機關執行本辦法之補助。

第五條   申請人應具備下列資格:

一、依公司法設立之公司。

二、財務狀況，應符合下列條件：

(一)公司淨值達實收資本額二分之一。

(二)非銀行拒絕往來戶。

三、於國內設有研究發展部門及足夠之研究發展專門人才。

生物技術、數位內容產業領域之公司，其淨值為正值者，雖未符合前項第二款第一目之條件，仍得提出申請。
國營事業機構為發展新興產業，開發主導性新產品，應報經主管機關專案核定，始得提出申請。

第六條　 申請人於申請時應提具申請書、開發計畫書及相關資料。

前項計畫書應載明下列事項： 

一、公司概況。

二、開發新產品之說明。

三、新產品之風險與對策。

四、計畫執行說明。

五、申請研究開發費用之明細。

前條第二項之公司須於審議委員會決審前，檢具智慧財產評價服務機構之智慧財產評價證明文件併同財務審查資料送審。

第七條　 為審議前條之申請案，主管機關應先委請有關單位進行申請人財務審查，並聘請有關學者與專家組成技術審查委員會（以下簡稱技審會），進行技術審查。

前項技審會之任務如下：

一、訂定主導性新產品技術審查原則。

二、審查申請人執行主導性計畫之技術能力。

三、監督主導性計畫之執行是否符合契約規定。

四、審查主導性計畫之變更申請。

第八條　 完成申請案之財務審查及技術審查後，由主管機關首長或其授權人擔任召集人，聘請相關機關及研究機構之代表組成主導性新產品開發審議委員會（以下簡稱審議委員會），審查下列事項：

一、計畫執行之方式。

二、計畫之可行性。

三、計畫之變更。

第九條　 補助款之數額，不得逾申請人為執行其開發計畫所支付研究發展總經費之百分之四十。

計畫產品以自有品牌銷售國際或為數位內容雛形產品者，補助之數額，各不得逾研究發展總經費之百分之五十。

前項研究發展費用以下列項目為限：

一、專職或兼職研究人員之人事費用。

二、開發用消耗性器材及原材料費用。

三、研究發展設備之使用費及維護費。

四、技術移轉費。

五、國內、外差旅費。

第十條　 主管機關辦理前條案件之審查，自收件之日起至審查完竣通知申請人之日止，不得逾四個月；必要時，得延長一個月。

第十一條 申請案經核定後，主管機關應通知申請者簽訂契約，發給補助款。

第十二條 接受補助款之申請人應設立補助款專戶，並單獨設帳。主管機關並得視需要隨時查詢或派員前往查閱有關單據、帳冊及計畫執行狀況。

申請人財務狀況不佳，有無法依計畫完成之虞，主管機關必要時得於撥付補助款前依約要求申請人提出銀行保證書。

申請人對於主管機關第一項之查詢，有答覆之義務，並應定期提出工作報告及各項經費使用明細，經認可後分別辦理撥付次期款。

第十三條 經核定之開發計畫有變更時，應向主管機關申請變更。

第十四條 補助款之使用及開發計畫執行有下列情形之一者，經技審會確認屬實後，主管機關應終止契約，追回已撥付之補助款：

一、經費挪為他用。

二、無正當理由停止開發工作，或進度嚴重落後。

三、所開發之產品規格與原計畫有嚴重差異。

第十五條 由主導性新產品開發計畫執行所獲得之智慧財產權歸該申請人所有。

第十六條 申請人非經主管機關核准，於新產品開發完成日起二年內不得將所開發之主導性新產品移往臺灣地區境外生產。

違反前項規定者，主管機關除得終止補助契約外，五年內不再受理該申請人補助之申請。

第十七條 本辦法所定之書件格式由主管機關另訂之。

第十八條 本辦法自發布日施行。
本辦法中華民國九十二年七月二十三日修正條文自中華民國九十二年七月一日施行。

附件2
主導性新產品開發輔導計畫申請書
經濟部工業局台鑑：
	一、申請事項及名稱：申請主導性新產品開發輔導計畫補助款

計畫內容包含申請以自有品牌行銷國際市場之補助，並已檢附應備資料---(是(否（屬數位內容雛形開發不適用本項）
本計畫產品為數位內容「內容開發類/服務機制類」開發---(是(否

本計畫產品為數位內容雛形開發----(是(否

	二
、
申請計畫基本資
料


	公司名稱
	股份有限公司
	計畫名稱
	

	
	計畫期間
	年    月 　 日至  　年   月   日

	
	實收資本額
	新台幣          千元
	公司淨值
	  　(股東權益除以實收資本額，未達0.5者恕不受理，惟生物技術及數位內容產業淨值至少須為正值)

	
	計畫主持人
	

	
	e-mail
	
	電話
	
	傳真
	

	
	計畫聯絡人
	

	
	e-mail
	
	電話
	
	傳真
	

	
	計畫總經費：新台幣       千元
補　助　款：新台幣       千元
自　籌　款：新台幣       千元
	技術移轉(合作)

對象及項目
	合作金額
(新台幣千元)
	產品產值預估
(新台幣百萬元)

	
	
	 
	 
	年
	世界市場
	公司產值

	
	
	
	
	
	
	

	
	計畫投入生產設備及建廠金額：
新台幣　　　　　千元
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	三、適用法令：「主導性新產品開發輔導辦法」

	四、附件：

1. 主導性新產品開發計畫書(本申請書膠裝裝訂成冊先送1份，待工業局初審通過後再補送8份，申請自有品牌補助請補送10份)
2. 最近三年經會計師簽證之財務簽證2份(含附註，若為影本，請加蓋公司負責人章)
3. 智慧財產評價服務機構之智慧財產評價證明文件（屬生物技術或數位內容產業領域之公司，其淨值為正值但未達實收資本額1/2者，最遲須於新產品開發審議委員會決審前檢附）

	五、同意書：
1. 申請人同意由中小企業聯合輔導中心查詢本公司往來中小企業信用保證基金與所有銀行存款帳戶之票據信用、存款實績及往來情形。

2. 申請人同意申請計畫所提送之資料，無論審查通過與否或公司自行撤案，均不另發還，由專案辦公室逕行銷毀。
六、承諾書：
申請人保證上列資料及附件均屬正確，並保證不侵害他人之專利權、專門技術及著作權等相關智慧財產權，如有不實願負一切責任，經濟部得撤銷並追回已核撥之補助款。

[image: image10.bmp]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上請加蓋公司及負責人印章於本欄位）

	回件地址
	

	經濟部工業局
收發文字號
	收
	
	發
	
	申請人申請
日期及字號
	年  　月  　日

	
	文
	
	文
	
	
	


送件地址：台北市10631大安區信義路3段41-3號　經濟部工業局。 電話：(02)2754-1255   








公司基本資料表
	創立日期
	
	公司地址
	

	負責人
	
	身份證字號
	
	出生年月日
	

	負責人配偶
	
	身份證字號
	
	出生年月日
	

	公司統一編號
	
	聯絡電話
	
	傳真號碼
	

	
	銀  行  名  稱
	分     行
	帳         號

	公司主要
	
	
	

	往來銀行
	
	
	

	(甲存)
	
	
	

	
	
	
	

	工廠地址
	

	工廠登記證
	
	水號
	
	電號
	

	工廠地址
	

	工廠登記證
	
	水號
	
	電號
	

	工廠地址
	

	工廠登記證
	
	水號
	
	電號
	


註：(1)如為技術服務業，工廠地址及其水電號請填寫公司地址及公司水電號。

(2)聯合申請或共同開發者，應分別填寫。

(3)水、電號碼數請參考水電費收據填寫齊全；水號除台北市地區為10碼外，其餘為15碼。電號均為11碼。

最近3年繳稅情形：(公司創立已達5年請填寫)

金額單位：千元

	年度
	稅前淨利

A
	實繳所得稅費用

B

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	小計
	
	

	平均淨利
	
	平均有效稅率(%)=(ΣB/ΣA)
	%


註：(1)請依據公司現有最近3年營利事業所得稅結算申報書(稅簽)填寫。
(2)年度稅前淨利(Ａ)計算方式：請依據所得稅結算申報書第53項次之帳載結算金額填列。

(3)年度所得稅費用(B)計算方式：請依據所得稅結算申報書上（第62項次+第63項次+第64項次－第65項次）之計算金額填列。
廠商申請主導性新產品開發輔導計畫補充資料

(未曾申請「業界開發產業技術計畫」、「科技應用與服務計畫」、「主導性新產品開發輔導計畫」者免填)

公司名稱：

計畫名稱：

計畫期間：自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日

一、最近3年接受政府補捐助情形：累計總額新台幣０,０００萬０,０００元整。

請填寫最近3年經濟部核定之補助計畫，起算日自95年1月1日起累計至計畫申請日當日，包含下列3類計畫：

(一)「業界開發產業技術計畫」
(二)「科技應用與服務計畫」
(三)「主導性新產品開發輔導計畫」
金額單位：新台幣千元

	核定日期
	計畫類別代號
	計畫名稱
	執行期間
	補助款總額
	年度補助經費

	
	
	
	
	
	95
	96
	97

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	


二、過去5年內執行政府補助計畫情形：如次頁（每一計畫填寫一張）

公司再度申請計畫時需將5年內曾核定所有計畫資料依次頁表格確實填寫，5年內核定計畫超過一件時，請自行複製或影印表格填寫，核定後撤案或計畫終止亦請註明。

廠商再度申請表
(未曾申請「業界開發產業技術計畫」及「主導性新產品開發輔導計畫」者免填)

公司名稱：

計畫名稱：

計畫期間：自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日

（一）目前申請中之研發補助計畫：（每一計畫填寫一張）

	1.計畫名稱：                                                    

2.計 畫 別：□主導性新產品開發計畫（不含本次申請計畫）　□業界開發產業技術計畫
3.申請日期： 　年　月　日
4.計畫期間：自　年　月　日至　年　月　日
5.計畫申請經費：
　總經費：＿＿＿＿＿＿千元

　補助款：＿＿＿＿＿＿千元

　自籌款：＿＿＿＿＿＿千元
6.計畫內容摘要：

(1) 產品/技術描述

(2) 功能規格

(3) 應用範用

(4) 計畫投入人月數︰           人員數︰             

7.與本次申請之相關性：



（二）過去5年內核定計畫：（每一計畫填寫一張）

	1.計畫名稱：                                                    

2.計 畫 別：□主導性新產品開發計畫　□業界開發產業技術計畫　

3.計畫期間：自　年　月　日至　年　月　日

4.計畫經費：

　總經費：＿＿＿＿＿＿千元

　補助款：＿＿＿＿＿＿千元

　自籌款：＿＿＿＿＿＿千元
5.計畫內容摘要：

(1) 產品/技術描述

(2) 功能規格

(3) 應用範用

(4) 計畫投入人月數︰           人員數︰             

6.銷售狀況：

上市日期︰　　　　　　　　累計銷售額︰　　　　　　　
　　年　　　　　　萬元　　　　　年　　　　　　　萬元

　　年　　　　　　萬元　　　　　年　　　　　　　萬元

未上市原因︰

7.專利取得項數：
申請中                       項   已取得                    項

8.研發人才培育數：
博士             人，碩士             人，學士              人   
9.與本次申請之相關性：
10.回饋情形證明：(原計畫申請日期為95年1月1日之後者，請填寫並檢具相關證明文件)


註：公司再度申請計畫需將5年內曾核定所有計畫資料依上表格式確實填寫，5年內核定計畫超過1件時，請自行影印本表填寫。

附件3
主導性新產品開發輔導計畫書
計畫名稱：

執行期間：自    年    月   日 至    年    月    日
執行單位：　　　　　　股份有限公司
日期：中華民國　　　　年　　　　月
計  畫  書  內  容
一、公司概況
(一)基本資料 

(二)營運狀況 

(三)經營團隊 

(四)經營理念及策略
(五)研發能力與實績
二、開發產品說明
(一)說明 

(二)應用範圍 

(三)世界市場及國內市場狀況 

(四)開發完成後對公司影響
(五)對國內產業發展之關聯性 

三、產品之風險與對策
(一)產業變化 

(二)技術能力 

(三)智慧財產權說明

(四)產品行銷 

(五)生產製造

(六)研發期間預計投入之資本支出

(七)公司整體財務計畫 

四、計畫執行說明
(一)預計進度及查核點說明 

(二)參與本計畫研發人員簡歷表 

(三)經費預算

五、回饋機制

六、附件資料
(一)最近3年所得稅結算申報書
(二)技術移轉備忘錄或草約、顧問合約或聘書（本計畫核定通過後，應附正式簽署之技轉合約書影本） 
(三)自有品牌行銷國際市場推廣計畫說明（若有品牌所有權及國外註冊等證明文件請一併檢附） 

(四)智慧財產評價服務機構之智慧財產評價證明文件（屬生物技術產業領域之公司，其淨值為正值但未達實收資本額1/2者，最遲須於新產品開發審議委員會決審前檢附）
(五)其他參考資料(如：相關產品型錄、國外技轉公司背景資料等)
一、公司概況
(一)基本資料
1.公司簡介

(1)創立日期：     年      月

(2)　　年實收資本額：新台幣           千元

(3)負責人：

2.主要股東及持股比例













單位： 千股
	股份
主要股東名稱
	持股比例
	持股股份

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合      計
	
	


3.上市上櫃狀況：(上市    (上櫃    (公開發行    (非公開發行

(二)營運狀況
1.經營狀況：說明公司主要經營之產品項目、銷售業績及市場佔有率
單位：千元

	公司主要產品
	年
	年
	年

	
	產量
	銷售額
	市場
佔有率
	產量
	銷售額
	市場
佔有率
	產量
	銷售額
	市場
佔有率

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合         計
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度營業額(A)
	
	
	

	年度研發費用(B)
	
	
	

	 (B)/(A)%
	
	
	


註：市場佔有率是指世界市場，若低於0.1%免填。

2.廠房、設備投資與產能

3.產品銷售方式、銷售據點及分佈、銷售通路與主要客戶

4.最近3年財務狀況

(1) 財務狀況說明
(簡明資產負債表
                             單位： 新台幣千元
	年 度
項  目
	最   近  3   年   度   財   務   資   料

	
	年
	年
	年

	流 動 資 產
	
	
	

	固 定 資 產
	
	
	

	其 他 資 產
	
	
	

	流動負債
	
	
	

	長 期 負 債
	
	
	

	其 他 負 債
	
	
	

	股        本
	
	
	

	保留盈餘
	
	
	

	資 產 總 額
	
	
	

	負債總額
	
	
	

	股東權益
總  額
	
	
	


(簡明損益表 

                                                    單位： 新台幣千元
	年 度
項 目
	最　近　3　年　度　財　務　資　料

	
	年
	年
	年

	營業收入淨額
	
	
	

	營業毛利
	
	
	

	營業損益
	
	
	

	營業外收入
	
	
	

	營業外支出
	
	
	

	稅前損益
	
	
	

	稅後損益
	
	
	

	每股盈餘(元)
	
	
	


(2) 財務分析
	年 度

分析項目
	最近3年財務分析

	
	年
	年
	年

	財務結構

(%)
	自有資本比率
	
	
	

	
	長期資金佔固定資產比率
	
	
	

	償債能力

(%)
	流動比率★
	
	
	

	
	速動比率
	
	
	

	經營能力

(次；日)
	應收款項週轉率(次) ★
	
	
	

	
	應收款項收現日數
	
	
	

	
	存貨週轉率(次) ★
	
	
	

	
	平均售貨日數
	
	
	

	
	固定資產週轉率(次) ★
	
	
	

	
	總資產週轉率(次) ★
	
	
	

	獲利能力

(%)
	總資產報酬率★
	
	
	

	
	股東權益報酬率★
	
	
	

	
	毛利率★
	
	
	

	
	營業利益率★
	
	
	

	
	稅前純益率
	
	
	

	生產力

(萬元)
	每一員工年營業額

(年營業額/員工數)
	
	
	

	註：「★」之計算公式如下：

流動比率：流動資產／流動負債

應收款項週轉率（次）：銷貨額／平均應收帳款

存貨週轉率：銷貨成本／平均存貨成本

固定資產週轉率：銷貨額／平均固定資產

總資產週轉率：銷貨額／平均總資本

總資產報酬率：[稅後淨利＋利息支出(1－所得稅率)] ／資產總額

股東權益報酬率：稅後淨利／股東權益總額

銷貨毛利率：銷貨毛利／銷貨淨額

營業利益率：營業毛利／銷貨淨額

(請將資料由近至遠，並自左向右序列)


(三)經營理念及策略
(四)經營團隊
1.全公司組織架構

 eq \o\ad(2.人力分析,　　)
單位：人

	職     稱
	學              歷

	
	博 士
	碩 士
	學 士
	專 科
	其 他
	合    計

	管理人員
	
	
	
	
	
	

	研發人員
	
	
	
	
	
	

	工程人員
	
	
	
	
	
	

	其    他
	
	
	
	
	
	

	合    計
	
	
	
	
	
	


(五)研發能力與實績

1.研發部門組織圖

(1)組織圖
(2)學歷說明

	本業年資
	學              歷

	
	博 士
	碩 士
	學 士
	專 科
	其 他
	合 計(人數)

	2年以下
	
	
	
	
	
	

	3-5年
	
	
	
	
	
	

	6-10年
	
	
	
	
	
	

	11年以上
	
	
	
	
	
	

	合    計
	
	
	
	
	
	


2.研發成果、獲得獎項或專利

二、開發產品說明
(一)說明

1. 開發產品技術與國內現有技術及世界技術之比較(過去、現況及未來發展趨勢，並配合技術能力指標圖說明。（如下列範例並註明所引據資料來源）
技術領先指標圖

(範例一  高速切削CNC雕銑機)
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2. 功能規格：

   (1)工程規格

   (2)商品化規格

3. 細部技術規格

4. 主要關鍵性技術、零組件及其來源

主要關鍵性技術(範例：藍芽晶片關鍵技術)













註：

AVRCP ：Audio/Vedio Remote Control Profile

AVCTP ：Audio/Vedio Control Transport Protocol

GAVDP ：Generic Audio/Vedio Distribution Profile

SDAP  ：Service Discovery Application Profile

PAN   ：Personal Area Networking Profile

BNEP  ：Bluetooth Network Encapsulation Protocol

AVDTP ：Audio/Vedio Distribution Transport Protocol

5. 衍生性產品
(二)應用範圍
(三)世界市場及國內市場狀況(請註明所引據資料來源)

(四)開發完成後對公司影響(如跨入高科技領域、技術升級、國際化、轉型等)

(五)對國內產業發展之關連性：請說明可替代進口值、增加出口值及對相關產業之影響(如對上、下游產業在技術、品質上的改良提升及產量、產值之帶動貢獻等)
產業關連性圖

範例一  高速切削CNC雕銑機
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範例二  三頻GPRS手機
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三、產品之風險與對策
(一)產業變化
1. 可能替代開發產品之技術與產品之說明及因應對策

2. 開發產品因政治、環境、貿易、智慧財產權等因素，遭國內外政府干預之可能性分析及因應對策

3. 其他風險及因應對策(例如在此產業供應商的議價能力、購買者或客戶的議價能力、是否會再有新加入者的威脅)
(二)技術能力
1. 技術關連圖
範例一  高速切削CNC雕銑機
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範例二  多媒體行動電話
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標記說明：『＊』表示我國已有之技術或產品(並註明公司名稱)

『＋』表示我國正在發展之技術或產品(並註明公司名稱)

『－』表示我國尚未發展之技術或產品(並註明公司名稱)

2. 技術來源分析表(請參考下圖例製作說明)
範例：多媒體行動電話
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填表說明：
(1)中央方塊為開發廠商自行開發部份，包括自主開發主要技術項目與開發費用佔總開發費用之百分比。

(2)其餘方塊為技術移轉對象與經費及與總開發費用之百分比。

(3)各項百分比＝技術移轉費／總開發經費。

(4)技術移轉費總計以不超過總開發經費30%為原則。
3. 計畫主持人及關鍵技術人員能力分析〔最高學歷（系所）、經歷及可勝任之理由〕
4. 參與本案之人力需求                                       單位：人
	職    稱
	人      力      需      求

	
	年度
	年度
	年度
	年度

	經理級以上
	
	
	
	

	工程師級
	
	
	
	

	助理工程師級
	
	
	
	

	技術員級
	
	
	
	

	其    他
	
	
	
	

	合       計
	
	
	
	


5. 參與人力學歷說明

	投入人力
	學          歷

	
	博士
	碩士
	學士
	專科
	其他
	合計

	人員數
	
	
	
	
	
	

	人月數
	
	
	
	
	
	


6. 主要研發設備用途說明
7. 技術移轉（含技術引進及轉委託）：

(1) 項目表
範例：GPRS Smartphone
	對象
	國別
	方式(註()
	項目或內容
	起迄期間

	A公司
	國外
	D
	GPRS/GSM Protocol

Stack and Basic MMI software
	97/8/1~98/12/31


註：①各項技術移轉均應將合約、協議書、或專利證書(如為外文，應有中譯本)等相關必要資料影本列於附錄中，若尚未簽約完成，亦須有雙方正式簽署之合作意願書(備忘錄)
②技術來源公司若為國外公司，請檢附公司技術團隊、技術能力及產品說明

 eq \o\ac(○,3)技轉方式請填列以下代號：A.技術移轉、B.合作開發、C.購買專利、D.專利授權、E.委託測試、F.委託設計、G.臨床試驗。

(2) 技術移轉(合作)對象的背景說明

如：
A公司：創立於1979年，目前員工人數221人。營業額$DM 30M，軟體開發包括三部份：無線產品，無線應用，系統整合。GPRS Protocol Stack屬於無線產品的範疇。該公司已獲ISO9001認證。
(3)說明進行技術移轉(合作)之必要性及對本計畫之重要性

如：GPRS Protocol軟體若要自行開發，需費時2至3年的研發時間，不僅耗時又容易錯過市場潮流，若能透過授權技術轉移，直接買下程式原始碼，將可在短期內立刻掌握其核心技術，不但縮短了開發新產品的時間，亦提升了自升的研發實力與經驗。
(4)說明選擇此一合作對象理由

如：

· A公司和D公司合作密切，其共同開發之軟體整合性高。本公司採用可縮短產品推出時程。(註：D公司在此領域擁有關鍵技術專利及已有商品化之產品)

· A公司、D公司有策略聯盟，可提供Solution，對開發智慧型手機(smart phone)極為有利。

· A公司在第三代通訊系統UMTS的Protocol Stack開發，於去年即開始進行，將有助於本公司未來提早切入第三代通訊系統UMTS的市場。

	廠商
	A公司
	B公司
	C公司

	特點


	1. 可提供source code，可與不同Baseband作結合。

2. 其軟體Roadmap中，有前瞻性的發展，例如和Bluetooth，WAP及Microsoft的整合。

3. 於89年GPRS在德國已有實地廠測的經驗。
	1. 可提供source code，可與不同Baseband作結合。

2. 用SDL Tools開發，其流程較為嚴謹。

3. 90年GPRS在德國已有實地廠測的經驗。
	1. Object Code很難跟其他廠家Baseband結合。

2. 在GSM Protocol Stack部分，使用廠家較多

	選擇原因
	1. Schedule較快。

2. 開發環境提供較為完整。

3. 技術Support較為開放。
	1. Schedule較慢。

2. SDL應用於GPRS，其執行效率較可議。
	1. 保護技術的心態較重。

2. license價格較高。


(5)說明合作方式，作法，權利歸屬，計價基礎，可行性分析，風險影響及因應之道
8. 顧問指導：
(1)顧問人員一覽表








金額單位：新台幣千元   

	姓名
	學 歷
	經   歷
	年資
	目前任職單位及職稱
	本計畫指導項目
	指導期間
	顧問費

	
	
	
	
	
	
	
	


註：顧問如任職於私人公司，請檢附公司同意函。
(2)說明聘請顧問之理由及對本計畫之重要性
(3)說明顧問之重要著作、專利等相關成就，及擔任本計畫顧問是否影響目前任職單位或侵害他人智慧財產權等事項
(4)說明合作方式、作法、權利歸屬、計價方式及可行性分析(檢附顧問之技術、學經歷及不違反智慧財產權保證等資料以為審查之依據)

9. 風險及因應對策

(三)智慧財產權說明
1. 本計畫是否涉及他人智慧財產權？若有，應如何解決？
2. 是否已掌握關鍵之智慧財產權？
3. 其他事項
(四)產品行銷
1. 國內外現有主要競爭者產品分析（請註明數據資料來源）例：

範例：高速切削CNC雕銑機
	主 要 規 格
	本公司
	日本A公司
	德國B公司
	國內E公司

	1.加工範圍(X，Y，Z)(mm)
	500*400*200
	600*400*400
	400*400*200
	520*430*220

	2.最大工件重量(Kgs)
	200
	100
	500
	200

	3.工作台尺寸(X，Y)(mm)
	600*500
	750*400
	640*480
	600*500

	4.
	主

軸
	型式
	變頻主軸
	變頻主軸
	變頻主軸
	變頻主軸

	
	
	可依需要選擇不同主軸
	可
	否
	可
	可

	
	
	輸出功率(KW)
	2.8KW
	1.9KW
	Up to 8 KW
	1.5-2.5KW

	
	
	轉速範圍(RPM)
	10000-40000
	300-30000
	5000-60000
	5000-75000

	5.
	進給
	快速進給(mm/分)
	20000
	16000
	15000
	15000

	
	
	切削進給(mm/分)
	20-15000
	20-16000
	20-15000
	15-15000

	6.
	自動換刀
	自動換刀厓型式
	迴轉
	直線
	直線
	直線

	
	
	可選用刀把型式
	HSK 25
	直接夾持
	ISO 20或HSK 25
	ISO 20

	
	
	刀具數目
	16
	20
	NA
	6


2. 競爭優勢分析
	公司名稱
項目
	本 公 司
	日本A公司
	德國B公司
	國內E公司

	1.價格(單位：  )
	
	
	
	

	2.產品上市時間
	
	
	
	

	3.市場佔有率(%)
	
	
	
	

	4.市場區隔
	
	
	
	

	5.行銷管道
	
	
	
	

	6.技術優勢
	
	
	
	

	7.關鍵零組件之掌握
	
	
	
	

	8.品質優勢
	
	
	
	

	9.其他優勢
	
	
	
	


3.購買者分析
4.產品之市場定位(價格/功能)：說明產品之目標市場
5.行銷計畫： 
(1)價格策略
(2)通路策略
(3)推廣策略
(4)售後服務

(五)生產製造
1.小量試產（若無，則免填，若有則「經費預算」需明列小量試產之經費預算）
(1)必要性說明(說明小量試產為研究發展階段所必須)

(2)試產流程/產能
(3)預估投入之人力及時間
2.量產
(1)生產部門組織圖
(2)製程及生產設備
(3)品質管制與檢驗方式(如為通訊產品、航太產品、醫療器材或藥品等請另說明認證方式與證明之取得)

(4)本產品成本分析（含直接成本及間接成本）
(5)主要零組件來源與說明
(主要零組件來源
                                               金額單位：新台幣千元
	主要零組件
	主要提供者
	價 格
	佔產品成本%
	次要提供者
	價 格
	佔產品成本%


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(提供者所提供主要零組件之差異、比較說明(含其在功能、價位上之供應策略及在後續技術發展支援的長期穩定性)

(未來我國自行供應本項零組件可行性說明：如有現行研發單位進行之研究計畫，亦請於此一併說明執行單位、執行計畫及預計完成日期與可能生產之廠商
(六)研發期間預計投入之資本支出：
金額單位：新台幣千元

	項　　目
	年
	年
	年

	1.儀器、設備
	
	
	

	2.土地
	
	
	

	3.建築物
	
	
	

	合    計
	
	
	


(七)公司整體財務計畫
1.開發完成後未來3年生產計畫

生產線建置日期：    年     月
預計生產日期：    年     月
預計產銷：
  金額單位：新台幣千元
	項　　目
	年
	年
	年

	單一生產線之月產能
	
	
	

	計畫建置之生產線數
	
	
	

	全部生產線之年產能
	
	
	

	計畫實際生產數量(台)
	
	
	

	預估之總銷售量(台)
	
	
	

	每台預估之生產成本
	
	
	

	每台預估之銷售額
	
	
	

	預估之總生產值
	
	
	

	預估之總銷售額
	
	
	


2.開發完成後預計投資計畫：

  金額單位：新台幣千元
	年份
	投資金額
	投資項目

	年
	
	

	年
	
	

	年
	
	


3.開發完成後未來3年財務預估：

(1)資產負債表　
(2)損益表　
(3)現金流量表

四、計畫執行說明
(一)預計進度及查核點說明
1.計畫預定開始日：      年     月     日
計畫預定完成日：      年     月     日
2.計畫開發進度表－人月分佈
	分  項  計  畫
及
工  作  項  目
	計畫
權重
%
	投入
人月
數　
	　　　97年度
	
	98年度

	
	
	
	第一季
	第二季
	第三季
	第四季
	人
月
數
合
計
	第一季

	
	
	
	1
月
	2

月
	3

月
	4

月
	5

月
	6

月
	7

月
	8

月
	9

月
	10

月
	11

月
	12

月
	
	1

月
	2

月
	3

月

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.系統硬體/細部規格研發

A1.電路設計、機架設計、機板設計
	30
	90

45


45
	3

3
	3

3
	3


3
	3

3
	3

3
	3


3
	3

3
	3

3
	3


3
	3

3
	3

3
	3


3
	36

36
	3

3
	3

3
	3


3

	A2.設計審查與維修
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.樣品製作與測試

B1.T/S與修改
	46


	138

45
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	36
	3
	3
	3

	B2.組裝及測試
	
	48
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	42
	2
	2
	2

	B3.E/S設計與修改
	
	
45
	3
	3
	
3
	3
	3
	
3
	3
	3
	
3
	3
	3
	
3
	36
	3
	3
	
3

	C.量產產品規格審查與修改
	24
	6
	
	
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	6
	
	
	

	：

：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	累積全程工作進度
	100
	****
	
	20
	
	
	45
	
	
	60
	
	
	85
	
	
	
	100
	

	投入人月數合計
	
	   234
	
	50
	
	
	52
	
	
	45
	
	
	45
	
	192
	
	42
	

	經費分配比率
	
	100
	
	20
	
	
	21
	
	
	20
	
	
	20
	
	81
	
	19
	


 註：(1)各分項計畫每一季至少應有一查核點。查核點內容應明確，以便於未來查核進度。
(2)請依各分項計畫之工作項目順序填寫資料，分項計畫與本案研發組織及人力應相對應。
(3)如有技術合作，每一合作項目應視為一分項計畫，列出進度及查核點，人力則不計。
(4)本表以甘特圖表示，如不敷使用，請自行增列。
3.查核點說明
	查核點編號
	預定完成日期
	查核內容概述
	研發人員編號

	A1
	97年3月
	規格訂定完成，內容包含電氣信號動作時序圖（具備1200/600DPI切換模式），應完成之細項為：

（1）光源驅動電流達30mA.

（2）節省電子零件成本50％，簡化600DPI的IC與電路.

（3）電子信號切斷分成多段連接，以VDD包圍pulse信號，降低EMI輻射under 3Db.
	 ( ( (….

	A2
	97年6月
	製作T/S樣品並完成測試報告，包含不良分析、晶片切割參數、晶片間隙檢查值及良率，其細項為：

（1）改善Pattern方式，提升均勻度至30％.

（2）模組測試時間：30sec/pcs(25sec/pcs.

（3）精確提升10mVp-p(5mVp-p.
	

	A3
	
	
	

	：
	
	
	


 註：(1)查核點應按時間先後與計畫順序依序編列，查核內容應以具體完成事項可評估分析為原則，並力求量化。
(2)請與計畫開發進度表配合填寫。
(3)研發人員編號請與參與本計畫研發人員簡歷表配合填寫。
(4)最後結案日註明查核工作項目。
(二)參與本計畫研發人員簡歷表
	編號
	姓  名
	公司職稱
	最高學歷
(學校系所)
	主要經歷
	本業年資
	參與分項計畫
及工作項目
	投入月數

	(
	
	
	
	
	
	
	

	(
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合　計
	


註：(1)待聘人員不得超過全部研發人力之30%。
　　(2)主管級以上人員應預計投入比率計算人月數。
　　(3)參與分項計畫及工作項目應與計畫開發進度表所列一致。
(三)經費預算
開發總經費預算表
金額單位：千元
	會計科目
	補助款
	自籌款
	合計
	%

	1.人事費
(1)研發人員
	
	
	
	

	(2)顧問
	
	
	
	

	小　　　計
	
	
	
	

	2.消耗性器材及原材料費
	
	
	
	

	3.研發設備使用費
	
	
	
	

	4.研發設備維護費
	
	
	
	

	5.技術移轉費
(含技術引進費及轉委託費)
	
	
	
	

	6.旅運費
(1)國外差旅費
	***
	
	
	

	(2)國內差旅費
	
	
	
	

	小　　　計
	
	
	
	

	開發總經費
	
	
	
	

	百  分  比
	
	
	
	


註：(1)會計科目編列原則請參閱各分項經費說明。
(2)若申請計畫產品以自有品牌銷售國際者，補助款可佔開發總經費之50%。
　　
1.1人事費

      金額單位：千元

	職務別
	平均月薪(A)
	人月數(B)
	人事費概算(A×B)

	
	年度
	年度
	年度
	年度
	年度
	年度
	合計
	年度
	年度
	年度
	合 計

	一、研發人員
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    1.硬體經理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      ....課長
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    2.軟體經理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      ....課長
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      ....工程師
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    3.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小     計
	＊＊
	＊＊
	＊＊
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、顧問
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小     計
	＊＊
	＊＊
	＊＊
	
	
	
	
	
	
	
	

	合             計
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.補助款分攤數：
	(1)研發人員
	＊＊
	＊＊
	＊＊
	＊＊
	
	
	
	

	                
	(2)顧問
	＊＊
	＊＊
	＊＊
	＊＊
	
	
	
	

	2.自籌款分攤數：
	(1)研發人員
	＊＊
	＊＊
	＊＊
	＊＊
	
	
	
	

	
	(2)顧問
	＊＊
	＊＊
	＊＊
	＊＊
	
	
	
	


註：(1)有小量試產所需之人事費，應另表填寫，格式同此表。

(2)研發人員費用計算，請參考「研發人員人事費計算工作底稿」。
1.2人事費計算工作底稿(不含顧問費用)

金額單位：千元

	分項計畫

及

工作項目
	計

畫

權

重

(%)
	投入

人月

數
	參與人員

	
	
	
	姓名
	職級
	平均月薪(A)
	人月數(B)
	人事費概算(A*B)

	
	
	
	
	
	年

度
	年

度
	年

度
	年

度
	年

度
	年

度
	合

計
	年

度
	年

度
	年

度
	總   計

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  A1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小    計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  B1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  B2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小    計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  C1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小    計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    計
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	註：(1)月薪可按參與之個人薪資計算或按公司職級(如工程師、副工程師級)之平均月薪計算。

　　(2)若有小量試產所需之人事費計算工作底稿，應另表填寫，格式同此表。
    (3)參與分項計畫及工作項目應與「計畫開發進度表」所列一致。


2.消耗性器材及原材料費

金額單位：千元

	項    目
	單位
	預估需求數量
	預估單價
	全程費用概算

	
	
	年度
	年度
	年度
	合 計
	
	年度
	年度
	年度
	合 計

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    計
	＊＊
	＊＊
	＊＊
	＊＊
	＊＊＊
	＊＊＊＊＊
	
	
	
	

	1.補助款分攤數

2.自籌款分攤數
	＊＊
＊＊
	＊＊＊＊
	＊＊＊＊
	＊＊＊＊
	＊＊＊＊＊＊
	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
	
	
	
	


註：若有小量試產所需之消耗性器材及原材料費，應另表填寫，格式同此表。

3.研發設備使用費

金額單位：千元

	設備名稱
	單套購置金額
	套數
	計算基礎
	投入月數
	使用費用估算

	(加註財產編號)
	(帳面價值)

A
	B
	A×B/60
	年度
	年度
	年度
	合計
	年度
	年度
	年度
	合計

	已有設備


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小      計
	＊＊＊＊
	＊＊
	＊＊＊＊
	＊
	＊
	＊
	＊＊
	
	
	
	

	1.補助款分攤數

2.自籌款分攤數
	＊＊＊＊

＊＊＊＊
	＊＊

＊＊
	＊＊＊＊＊＊＊＊
	＊＊
	＊＊
	＊＊
	＊＊＊＊＊＊
	
	
	
	

	計畫新增設備


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小      計
	＊＊＊＊
	＊＊
	＊＊＊＊
	＊
	＊
	＊
	＊＊
	
	
	
	

	1.補助款分攤數

2.自籌款分攤數
	＊＊＊＊

＊＊＊＊
	＊＊

＊＊
	＊＊＊＊＊＊＊＊
	＊＊
	＊＊
	＊＊
	＊＊＊＊＊＊
	
	
	
	

	合      計
	＊＊＊＊
	＊＊
	＊＊＊＊
	＊
	＊
	＊
	＊＊
	
	
	
	

	1.補助款分攤數

2.自籌款分攤數
	＊＊＊＊

＊＊＊＊
	＊＊

＊＊
	＊＊＊＊＊＊＊＊
	＊＊
	＊＊
	＊＊
	＊＊＊＊＊＊
	
	
	
	


註：(1)若有小量試產所需之研發設備使用費，應另表填寫，格式同此表。

(2)委外測試費如需運用學術或專業研究機構之研究設備可編列於本科目，並註明委外單位、設備、時間及費用估算方式。
4.研發設備維護費

   金額單位：千元
	設備名稱
	單套購置成本
	套  數
	維　護　費　用　估　算

	(加註財產編號)
	
	
	年 度
	年  度
	年  度
	合  計

	已有設備


	
	
	
	
	
	

	小      計
	＊＊＊＊
	＊＊
	
	
	
	

	1.補助款分攤數

2.自籌款分攤數
	＊＊＊＊
＊＊＊＊
	＊＊
＊＊
	
	
	
	

	計畫新增設備


	
	
	＊＊
＊＊
	
	
	

	小      計
	＊＊＊＊
	＊＊
	＊＊
	
	
	

	1.補助款分攤數

2.自籌款分攤數
	＊＊＊＊
＊＊＊＊
	＊＊
＊＊
	
	
	
	

	合      計
	＊＊＊＊
	＊＊
	
	
	
	

	1.補助款分攤數

2.自籌款分攤數
	＊＊＊＊
＊＊＊＊
	＊＊
＊＊
	
	
	
	


註：若有小量試產所需之研發設備維護費，應另表填寫，格式同此表。
	5.技術移轉費(含技術引進費及轉委託費)
	
	

	
	
	
	
	金額單位：千元

	技術移轉項目
	合作單位
	技   轉   金   額

	
	
	年度
	年度
	年度
	合計

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合           計
	
	
	
	

	1.補助款分攤數
	
	
	
	

	2.自籌款分攤數
	
	
	
	


註：技術移轉費總計以不超過總開發經費30%為原則。
6.1國內差旅費

金額單位：千元

	事  由
	地區
	天數
	人   次
	預估費用
	金額估算

	
	
	
	年度
	年度
	年度
	合計
	機票
	車資
	住宿費
	膳雜費
	其他
	年度
	年度
	年度
	合計

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合         計
	＊
	＊
	＊
	＊＊
	＊
	＊
	＊
	＊＊
	＊
	
	
	
	

	1.補助款分攤數

2.自籌款分攤數
	＊＊
	＊＊
	＊＊
	＊＊

＊＊
	＊＊
	＊＊
	＊

＊
	＊＊

＊＊
	＊

＊
	
	
	
	


註﹕(1)國內差旅費金額估算= (機票+車資+ (住宿費+膳雜費) ×天數+其他) ×人次。
    (2)研發人員因本案計畫技術移轉單位所需支出之國內差旅費。(如：技轉單位：工研院；地區：新竹)

6.2國外差旅費

金額單位：千元

	出國事由
	地區
	天數
	人次
	預估費用
	金額估算

	
	
	
	年度
	年度
	年度
	合計
	機票
	車資
	住宿費
	日支費
	其他
	年度
	年度
	年度
	合計

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合         計
	＊
	＊
	＊
	＊＊
	＊
	＊
	＊
	＊＊
	＊
	
	
	
	

	1.補助款分攤數

2.自籌款分攤數
	＊＊
	＊＊
	＊＊
	＊＊

＊＊
	＊＊
	＊＊
	＊

＊
	＊＊

＊＊
	＊

＊
	＊


	＊


	＊


	


註：(1)國外差旅費金額估算= (機票+車資+ (住宿費+日支費) ×天數+其他)×人次。
    (2)僅限研發人員赴國外接受技術移轉單位所需支出之差旅費。
　　(3)國外差旅費不予補助，詳細內容見附件6會計科目與編列原則之「國外差旅費」。

	經費年度使用分配

	1.年度經費使用分配表

	                                                                                                                                 金額單位：千元

	會計科目
	年度( 年 月 日至 年 月 日)
	年度( 年 月 日至 年 月 日)
	年度( 年 月 日至 年 月 日)
	總            計

	
	補助款
	自籌款
	小計
	補助款
	自籌款
	小計
	補助款
	自籌款
	小計
	補助款
	自籌款
	合計

	1.人事費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  (1)研發人員
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  (2)顧問
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小        計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.消耗性器材及原材料費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.研發設備使用費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.研發設備維護費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.技術移轉費
（含技術引進費及轉委託費）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.旅運費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  (1)國內差旅費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  (1)國外差旅費
	***
	
	
	***
	
	
	***
	
	
	***
	
	

	小        計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	總開發經費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	百  分   比
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	註：(1)百分比=各年度各款項/合計。

	    (2)總開發經費之自籌款須大於或等於總開發經費合計數之60%（計畫產品申請自有品牌者總開發經費之自籌款須大於或等於總開發經費合計數之50%）。


	2.各期補助款需求分配表

	
	
	
	
	
	
	

	       年度
	
	
	
	
	金額單位：千元

	期    別
	第一期
	第二期
	第三期
	第四期
	請款金額合計

	計畫請款年月
	
	
	
	
	

	本期請款金額
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	       年度
	
	
	
	
	金額單位：千元

	期    別
	第一期
	第二期
	第三期
	第四期
	請款金額合計

	計畫請款年月
	
	
	
	
	

	本期請款金額
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	       年度
	
	
	
	
	金額單位：千元

	期    別
	第一期
	第二期
	第三期
	第四期
	請款金額合計

	計畫請款年月
	
	
	
	
	

	本期請款金額
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


註：(1)請款年月請依○年1、4、7及10月填寫。
    (2)未填寫之期數請在空格內打「＊」。

(3)無論計畫由幾月開始，請款期別請從該年度第1期開始填寫（第1期不一定是從1月開始）。

填寫範例：

1 A計畫起始日為1月1日開始：

	   97 年度
	
	
	
	
	金額單位：千元

	期    別
	第一期
	第二期
	第三期
	第四期
	請款金額合計

	計畫請款年月
	97.1
	97.4
	97.7
	97.10
	8,000

	本期請款金額
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	

	
	
	
	
	
	


2 B計畫起始日為5月1日開始：

	   97  年度
	
	
	
	
	金額單位：千元

	期    別
	第一期
	第二期
	第三期
	第四期
	請款金額合計

	計畫請款年月
	97.5
	97.7
	97.10
	***
	6,000

	本期請款金額
	2,000
	2,000
	2,000
	***
	

	
	
	
	
	
	


3 五、回饋機制

(一)請勾選並具體陳述計畫開發完成後，公司將採行的回饋社會方式
(學校 (產業界 (公益團體 (法人 (鄉鎮社區 (偏遠地區(弱勢族群

(其他：請說明   

簡列下列回饋內容供撰寫參考，若不敷使用，請自行規劃撰寫。

· 捐贈某單位作為發展基金、研發基金或研發設備等；

· 提供關鍵技術給學界、研究機構或業界作研究發展之用；

· 舉辦產學交流研討會分享研發經驗，提升研發創新能力；

· 捐贈產品給弱勢族群、偏遠地區或公益團體等使用；

· 獎助學術文化工作或補助學校購置教學研究設備、獎助學金…等；

(二)請依上述勾選項目具體量化說明：

範例1：本計畫所開發完成之「行動照護生理監測機」於開發完成後，將贈予○○縣○○安養中心○台（約價值新台幣○○○元）。

範例2：本計畫所開發完成之○○技術，原始碼將提供○○大學或研究機構作為進一步研究使用。
範例3：本案於產品開發完成後，將提供補助金額之5%作為獎助學金回饋社會。

範例4：提供各公私立大學電機所、電子系等系所獎學金，研究所每名新台幣3萬元、大學每名新台幣2萬元，一年約提供50-60個名額，共計提供2年。

範例5：本案於產品開發完成後，每年提撥計畫產品營業額的2.5%，共計2年，以進行公益活動、國際交流與教學研發活動等，並提供公司場地進行活動與技術研討會，以提升產業競爭力與國際交流機會。

六、附件資料（下列(二)至(五)項若無申請則免附）
(一)最近3年所得稅結算申報書（本計畫核定通過後，應附正式簽署之技轉合約書影本） 
(二)技術移轉備忘錄或草約、顧問合約或聘書
(三)自有品牌行銷國際市場推廣計畫說明（若有品牌所有權及國外註冊等證明文件請一併檢附）

(四)智慧財產評價服務機構之智慧財產評價證明文件（屬生物技術產業領域之公司，其淨值為正值但未達實收資本額1/2者，最遲須於新產品開發審議委員會決審前檢附）
(五)其他參考資料(如：相關產品型錄、國外技轉公司背景資料等)

附件5 
主導性新產品開發輔導計畫

自有品牌行銷國際市場推廣計畫說明

計畫名稱：

執行期間：自  年   月  日 至   年   月   日
執行單位：　　　　　　股份有限公司
日期：中華民國　　年　　月

內  容
一、公司概況
(一)基本資料 

(二)經營狀況 
二、開發產品說明/產品目標市場之商情掌握
(一)應用範圍

(二)世界市場及國內市場情形（請註明所引據資料來源）
三、產品之風險與對策/產品行銷競爭分析
(一)可能替代開發產品之技術與產品之說明及因應對策

(二)開發產品因政治、環境、貿易、智慧財產權等因素，遭國內外政府干預之可能性分析及因應對策

(三)其他風險及因應對策

四、自有品牌推廣過去實績與現況

(一)現有產品外銷情形說明

(二)預計未來3年計畫產品於擬推廣地區之預估銷售數量與金額占全公司營業額之比重

(三)品牌管理團隊說明

(四)過去品牌推動實績(得獎事績及評比紀錄)
五、品牌推廣策略及方法
(一)品牌名稱及式樣

(二)擬推廣地區

(三)品牌所有權及國外註冊說明

(四)品牌推廣活動

(五)品牌推廣查核點

六、品牌推廣預期效益

(一)有形效益
(二)無形效益

附件、品牌所有權及國外註冊証明文件

一、公司概況(請轉貼原計畫書內容，無須另行編製) 

(一)基本資料
1.公司簡介

(1)創立日期：     年      月

(2)　　年實收資本額：新台幣           千元

(3)負責人：

2.主要股東及持股比例







                              單位： 千股
	股份
主要股東名稱
	持股比例
	持股股份

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合      計
	
	


3.上市上櫃狀況：(上市    (上櫃    (公開發行    (非公開發行

(二)營運狀況
1.經營狀況：說明公司主要經營之產品項目、銷售業績及市場佔有率   

單位：千元

	公司主要產品
	年
	年
	年

	
	產量
	銷售額
	市場
佔有率
	產量
	銷售額
	市場
佔有率
	產量
	銷售額
	市場
佔有率

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合         計
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度營業額(A)
	
	
	

	年度研發費用(B)
	
	
	

	 (B)/(A)%
	
	
	


註：市場佔有率是指世界市場，若低於0.1%免填。

二、開發產品說明/產品目標市場之商情掌握度 (請轉貼原計畫書內容，無須另行編製) 
(一)應用範圍

(二)世界市場及國內市場情形（請註明所引據資料來源）
三、產品之風險與對策/產品行銷競爭分析（請轉貼原計畫內容，無須另行製作）

(一)可能替代開發產品之技術與產品之說明及因應對策

(二)開發產品因政治、環境、貿易、智慧財產權等因素，遭國內外政府干預之可能性分析及因應對策

(三)其他風險及因應對策

四、自有品牌推廣過去實績與現況
(一)現有產品外銷情形說明

1.最近3年內外銷金額、內外銷比例

                                                        金額單位：台幣千元

	年份

項目
	年
	年
	年

	行銷方式
	OEM、ODM
	自有品牌
	OEM、ODM
	自有品牌
	OEM、ODM
	自有品牌

	
	
	
	
	
	
	

	內銷金額
	
	
	
	
	
	

	外銷金額
	
	
	
	
	
	

	內銷比例

(%)
	
	
	
	
	
	

	外銷比例

(%)
	
	
	
	
	
	


2.主要外銷市場

(二)預計未來3年計畫產品於擬推廣地區之預估營業額占全公司營業額之比重

	年份

項目
	年
	年
	年

	行銷方式
	OEM、ODM
	自有品牌
	OEM、ODM
	自有品牌
	OEM、ODM
	自有品牌

	產品行銷

比重(%)
	
	
	
	
	
	

	行銷地區
	
	
	
	
	
	

	預估營業額
	
	
	
	
	
	

	金額佔全公司營業額比重(%)
	
	
	
	
	
	

	佔全球市場比例(%)
	
	
	
	
	
	


(三)品牌管理團隊說明

(四)過去品牌推動實績(得獎事績及評比紀錄)
五、品牌推廣策略及方法
(一)品牌名稱及式樣

(二)擬推廣地區

(三)品牌所有權及國外註冊說明

(四)品牌推廣活動
1.廣告及參展(含媒體名稱、發行地區、發行數量、發行對象、廣告刊登期間及次數、費用估算等項目)

2.產品設計

3.包裝設計

4.行銷活動（國際公關、行銷通路、行銷據點等項目）

5.未來3年預計投入之推廣金額
6.未來3年計畫產品擬推廣地區之策略說明
(五)品牌推廣查核點(本查核點項目將進行驗收，查核點預定完成日期應於計畫期間內)
       參考範例：
	編號
	查核點項目
	預定完成日期(年/月/日)
	查核點說明
	查核點佐證資料

	1
	完成○○產品歐洲市場情報蒐集
	96/11/01
	○○產品主要將行銷歐洲市場，故先期將進行歐洲市場相關產品之情報蒐集
	1.○○產品市場情報蒐集文件1份

2.○○產品市場調查報告1份

	2
	○○產品進行報紙廣告
	97/06/31
	進行本開發產品之前一世代○○產品廣告，因二者為不同世代之類似產品，故○○產品帶動之品牌形象，對本開發產品之品牌形象將有助益
	報紙廣宣文件1份

	3
	○○產品參加德國國際商品展
	97/12/31
	以本開發產品之前一世代○○產品參加德國國際商品展，因二者為不同世代之類似產品，故○○產品之參展，對本開發產品未來之品牌形象將有助益
	產品發表會會場照片及相關文件1份


	4
	((((
	((((
	((((
	((((


六、品牌推廣預期效益

(一)有形效益
(二)無形效益
附件、品牌所有權及國外註冊証明文件

附件6、會計科目與編列原則 

	會計原則
	編列原則
	編列方式
	查　核　準　則

	
	
	補助款
	自籌款
	應注意事項
	應備妥之原始憑證

	研發人員薪資
	1.專為開發計畫所須支付研發人員（數位內容相關專業人員含括企劃、編導、美術、剪接、特效、燈光、音樂等）之薪資：
－本（底）薪或相類似之固定現金給付項目
－主管加給
－職務加給或技術津貼

－二個月之年終獎金（以本薪含職務加給及主管加給為計算基礎）
－加班費
惟所稱薪資需符合下列一般原則：
－公司訂有一定之計算標準及薪給    

  制度
－定時、定額發放
－能提供完整工時記錄
－不含伙食費、退休金、退職金、 資遣費及公司相對提列或提撥項目
2.按計畫所須之人月數依不同職級人員月薪計算，待聘人員不得超過總研發人數之30%。
3.經營階層主管級人員，原則上應依預計投入之工作時數按比例計算。
4.薪資各列支明細應於計畫書薪資預算表中敘明，以為審查之依據。
5.PILOT RUN (小量試產)與研發階段所需之費用應分開編列。
	(
	(
	1. 所列報人員應為公司正式人員（數位內容計畫得包含兼職專業人員）且與本計畫原編列名單相符，如有人員更替及待聘人員之聘用，應於季報內報備，如為專案計畫主持人變更應經核准。

2. 新增或異動人員其學經歷背景與擔任本研究計畫工作(以下簡稱專案計畫)無不合理情形。

3. 參與新產品開發專案之人員，應提供工時記錄。

4. 公司所提供之工時記錄經核對其內部差勤記錄，無不合理情形。

5. 所列報之薪資項目包含本薪、主管加給、職務加給、技術津貼或相類似之定時、定額現金給付項目、加班費及年終獎金，但不含非固定薪資或津貼及伙食費、退休金、退職金、資遣費及公司相對提列或提撥項目。

6. 所列報之薪資應與薪資清冊所載金額相符。薪資清冊之當月實領金額應與銀行轉帳之支付證明相符。並依投入專案計畫工時之比例計算。

7. 因專案需要延時加班發給之加班費應具備加班記錄，其加班事由應與專案有關，並經計畫主持人核准，加班費之計算應與公司人事管理辦法所定加班費計算方式相符。

8. 年終獎金採按月提列方式列報，其提列數應小於或等於實發數並不得超過二個月月薪，並應依投入專案計畫工時之比例計算。

9. 所列報之薪資與薪資扣繳相比其差異應具備合理解釋。

10. 非經變更同意，各年度投入人月數之列報以計畫原編列數為上限，超出核定部份應核減其相關薪資費用。
	1.薪資結構、加班費之計算發放、內部作業流程與人事管理辦法中之書面說明。
2.薪資清冊。
3.工時記錄。

4.銀行轉帳記錄或印領清冊等足以證明支付金額之表單。
5.薪資扣繳憑單。

6.公司差勤記錄。

7.新進或異動人員之學經歷資料。

	顧問費
	1.顧問之聘用，以經新產品開發審議委員會之審查核准者為限。
2.應提供顧問之技術背景、學經歷資料以為審查之依據。
3.聘用顧問之服務單位如為技轉對象，則不得編列費用。

4.費用之編列限支付顧問之酬勞，不含顧問之差旅費。

5.數位內容案得編列企編、編導、美術、剪接、特效、燈光、音樂等外聘專家酬勞。
	(
	(
	1.所聘顧問應為新產品開發審議委員會審查核准列入執行計畫者。(顧問變更應經核准)。
2.所列報之顧問費應與其原定酬勞相符並與報支之支付證明及其他原始憑證相符。
3.所列報之顧問費應與薪資扣繳憑單相符。
	1.顧問之收款收據（應書明受領事由、受領人名、地址、身份證編號，由受領人簽名或蓋章）。
2.支票存根或銀行轉帳、匯款等支付證明。
3.薪資扣繳憑單。

4.涉及外幣支付時應檢附當時之外幣匯率表。

	消耗性器材及原材料費
	1.專為執行開發計畫直接發生之消耗性器材及原材料費（數位內容案含硬碟儲存費用）。惟不含模具、治具、夾具等屬固定資產之設備及辦公所需之事務性耗材。
2.依計畫所需之項目、數量、金額編列，金額大或數量多者應逐項編列，較細微者可合併編列為其他項目並註明，但不可超過本項目編列之30%。
3.PILOT RUN(小量試產)與研發階段所需之費用應分開編列。
	(
	(
	1.消耗性器材及原材料之請(採)購、領用、應依公司內部授權規定並經專案計畫主持人核准；其計價方法應依一般公認會計原則擇定並一致適用。
2.消耗性器材及原材料費用於作業時，應有內部憑證，並明確標註與專案計畫之關聯性，以憑認定。
3.消耗器材及原材料之項目，金額應與原始憑證、分攤紀錄及支付證明相符。

4.單據日期之確定依下列方式處理：
領料者：領料日
  國內購買者：統一發票日
  國外購買者：進口報單之進口日
5.所列報之消耗性器材及原材料費如混雜於當年度在製品或製成品內、或其性質應屬設備、辦公所需之事務性耗材，不予認定。

6.所列報之消耗性器材及原材料費之項目或數量與計畫原編用量相比無不合理情形。
	1.統一發票、或進口結匯單據與INVOICE及內部轉帳憑證。
2.驗收單、請購單、採購單。
3.共通性器材應提供：領料單、材料明細帳或分攤表。

4.涉及外幣支付時應檢附當時之外幣匯率表。

	研發設備
使用費
	1.專為執行主導性計畫所必需之製作、檢驗、試驗之購置或資本租賃之機、儀器設備或軟體(數位內容案含括攝影棚及相關軟硬體等)，其計算方式以設備購置成本及使用期間估算，而不以租金方式估算。
2.委外測試費如需運用學術或專業研究機構之研究設備可編列於本科目，並註明委外單位、設備、時間及費用估算方式。
3.研發設備應依新、舊設備逐項列示，其使用費之計算方式如下：
 －新、舊設備之區分：交貨日期在計畫開始日(含)以後之設備為新設備。
 －交貨日期之認定：國內以統一發票日期為準，國外以進口報單之進口日期為準。
 －新設備之使用費：依購置成本除以60再乘上實際使用月數。
 －舊設備之使用費：以計畫開始日時之帳面價值除以60再乘上實際使用月數。
4.設備總數量與研發人數應相當，若數量過多者應詳加說明。
5.設備若兼具研發及生產使用時，應依研發時程比例作為使用費之計算基礎，惟不得超過購置成本之30%。
6.PILOT RUN與研發階段所需之費用應分開編列。
	(
	(
	1.所列報之設備項目與數量應在原計畫範圍內。在計畫開始日（含）以後交貨之設備為新設備，國內採購之設備以統一發票日期為準，國外採購之設備以進口報單進口日為準。(即以驗收日起算『投入月數』)。

2.新設備使用費：
月使用費為設備購置成本除以60，並依專案計畫實際使用比例計算費用。
3.舊設備使用費：
  月使用費為計畫開始日時之帳面價值除以60，並依專案計畫實際使用比例計算費用。
4.計畫新增設備之採購需經計畫主持人核准。以費用科目入帳者，設備名稱、購入日期、購入成本應與原始憑證及支付證明相符，若屬應列入財產項目者，應再核財產目錄或未攤銷費用明細資料相符。
5.舊設備應核對會計師簽證或報稅報表之財產目錄，並折算計畫起始日之帳面價值。

6.使用學術或專業研究機構設備之使用費應經審查認定，並提供相關原始憑證。
	1.採購單、驗收單、統一發票，或進口報關結匯單據與INVOICE。
2.財產目錄。
3.研發設備使用紀錄表。

	研發設備
維護費
	1.所稱維護費係指依據研究發展設備維護合約，應按期支付之維護費或實際支付之修繕費用。
2.設備保固期間內不得編列維護費，以後各年維護費，若自簽訂年度維護合約者應按簽訂之費用依設備使用比例編列，所編列之年度維護費若超過該項設備採購成本5%者，應備註說明，以為審查之依據。

3.未簽訂年度維修合約之設備，其每年所編列維護費不得超過該設備購入成本之5%。惟實際列報時仍應提出相關維修憑證。
4.PILOT RUN與研發階段所需之費用應分開編列。
	(
	(
	1.所維修之設備應為計畫核准項目。

2.所列維護費用應與維修合約、請購或請修單、驗收單或領料單、維修記錄表、發票或收據、費用分攤表等原始憑證相符。

3.維修工資需取具外來憑證。

4.保固期內即自驗收日起算一年內，不得列報維護費。

5.簽訂年度維修合約者，其維護費之列報應依設備使用比例攤計。

6.未簽訂年度維修合約之設備，依實際發生之費用列報，惟年維護費不得超出原購入成本之5%。
	1.請購單(請修單)、驗收單、維護合約、發票或收據等。

2.維護記錄表。

3.若為分攤，應檢附分攤表及原始憑證影本。

4.涉及外幣支付時應檢附當時之外幣匯率表。

	技術移轉費
	1.技術移轉費係指使用移轉新產品開發技術所支付之權利金（不包括生產階段技術報酬金之支付）、技術服務報酬、專利購置費、ASIC設計費、動物或人體臨床實驗、產品外型委託設計、共同(或委託)研發費(數位內容案之技術引進及轉委託費含括原創題材授權及其必要之委外製作等)。
2.所稱之技術專利權或專門技術係指經審議委員會通過，並具有技術移轉合約者為限。
3.其編列應述明技術提供者（或合作及轉委託者）、技術項目、經費及技術來源者背景資料，並需提供合約、草約或備忘錄。

4.動物或人體臨床實驗應明列進行方式、其所需費用之估算方式。
	(
	(
	1. 所列之技術專利權、專門技術、技術合作或轉委託項目及對象、應經審查認定，並與計畫書所列相符。項目或對象之變更應經核准。

2. 技術移轉費之列支，應與原始憑證相符，並應依公司授權規定經專案計畫主持人之核准。

3. 技術移轉費支付採透過第三人或以債權債務互抵方式者不予認定。
4. 技術移轉費之付款，其支票日期或匯款日期非經預算保留程序者，應在原編列會計年度期限內。

5. 廠商與合作對象簽訂之合約執行期間應在工業局合約有效期間內。超過計畫核定之起迄期間者，應核減超出期間之相關費用。
	1.技術移轉費相關合約。
2.統一發票（或收據）、或國外之INVOICE(或RECEIPT)及匯兌水單（或其他付款證明）。
3.若為分攤，應附分攤表及原始憑證影本。

4.付款支票影本及銀行對帳單。

5.涉及外幣支付時應檢附當時之外幣匯率表。

	國內差旅費
	1.研發人員因本案計畫技術移轉技術合作或轉委託所需支出之國內差旅費。
2.依出差人數、目的、地點、天數及所需旅費（不含旅行平安保險及交際費。）計算編列。（差旅費之計算不得超過營利事業所得稅查核準則之規定。）
3.自行開車者依旅程數編列油資。
	(
	(
	1.出差人員應為參與本計畫之研發人員。
2.出差地點、事由、人數、出差日數應與原計畫核准項目相符。
3.所列差旅費金額應與原始憑證、差旅報告相符。惟不得超過營利事業所得稅查核準則之規定。
4.公司訂有私車公用油資補貼規定者，其列報之費用應符合內部規定並與經手人證明相符。
5.與專案計畫無關之額外旅程費用應予扣除。
	1.火車、汽車、私車公用之車資，准以經手人（即出差人）之證明為憑。但包租計程車應取具車行證明。
2.住宿費收據或發票。
3.差旅費申請表、公司差旅費及私車公用油資補報銷規定。


	國外差旅費
	1.僅限研發人員赴國外接受技術移轉或辦理技術合作及轉委託所需支出之差旅費。
2.依出差人數、目的、地點、天數及所需旅費（不含旅行平安保險、簽證及交際費。）計算編列。（差旅費之計算不得超過營利事業所得稅查核準則之規定。）

	(
	(
	1.出差人員應為參與專案計畫之研發人員。
2.出差地點、事由、人數、出差日數應與原計畫核准項目相符。
3.國外差旅應提出差旅報告，所列費用應與原始憑證相符。
4.差旅費之計算應不超過營利事業所得稅查核準則之規定。
5.與專案計畫無關之額外旅程費用應予扣除。

6.依經濟部工業局民國92年3月19日工人字第09203900971號函:「主導性計畫於訂定契約時註明出國計畫不予補助」
	1.乘坐飛機之旅費，應提供機票及旅行業代收轉付憑證（或購票證明）或其他足以證明之文件。
2.乘坐輪船旅費，應提供船票或輪船公司出具之證明為原始憑證。
3.火車、汽車之車資，准以經手人（即出差人）之證明為憑。但包租計程車應取具車行證明及經手人或出差人證明。
4.住宿費收據或發票。
5.差旅費報告表及公司差旅費報銷規定。
6.涉及外幣支付時應附當時之外幣匯率表。


附件7
研發紀錄簿使用說明
一、記錄目的
凡為工程師級以上參與計畫之研發人員，均應填寫研發紀錄簿，其目的在輔助研發人員捕捉瞬間靈感，累積經驗技術，承傳前人薪火。未來若發生著作權、商標權、專利權等智慧財產權之爭訟時，研發紀錄簿也可以做為有力的佐證。
二、記錄事項
(一)研發紀錄簿領用時，應立即在研發紀錄簿首頁（或封面上）填入姓名、領用時間及部門名稱。
(二)研發紀錄簿之格式並無定規，但至少應包括「公司名稱」、「部門名稱」、「領用時間」、「歸檔時間」、「紀錄簿編號」、「頁碼」、「記載人簽名」、「見證人簽名」各欄，工作有關任何事項，諸如實驗記錄、維修記錄、會議摘要、必要之圖表、相片或數據、長官指示、工作計畫、參觀訪問紀錄，以及個人心得、發現、創意等，均可記載。
三、記錄方式
(一)應使用可保留筆跡之書寫工具，如原子筆、鋼筆等。
(二)每頁至少應填寫專案代號，記錄人姓名及時間。
(三)記載內容無一定格式，亦不必刻意講求工整，原則上看得清楚即可。
(四)研發紀錄簿應逐頁編碼並在印製時印好 (不得使用活頁式) ，並需連續使用，中間不要留有空白頁及不得黏貼、撕去或毀損等，以防未來因缺頁、撕頁，發生不必要之糾紛。
(五)儘量不要以黏貼方式記錄，所有紀錄均應直接記於內頁上；若有黏貼圖表格式等需於黏貼騎縫處簽名。
(六)記錄錯誤時請用筆刪去並簽名，切不可撕頁、割掉、挖掉、貼掉、或用修正液塗掉。
四、見證時機
(一)依規定定期送請主管或見證人見證。
(二)遇有重大發現、發明、心得或創意等應即送請見證。
(三)重大發現或發明最好有兩人以上見證，必要時應將有關之實驗在見證人面前重作一次。
五、保密
(一)研發紀錄簿非經主管許可，不得攜離工作場所。
(二)研發紀錄簿非經主管許可，不得對外揭露記載內容。
(三)未經許可，不得擅自翻閱他人之研發紀錄簿。
六、歸檔與補發
(一)領用人應於領用後善盡保管之責，如有毀損遺失等情事發生，應即向主管及有關部門報備。

(二)離職應將研發紀錄簿繳回管理單位。

(三)研發紀錄簿用完時，應繳回管理單位，同時申領新簿。

(四)研發紀錄簿如有遺失、毀損情事，應即向主管及有關部門報備請求補發。
詳讀申請須知/參加說明會明會
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